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● 침적형

-일반세정 장치에서 부품 또는 웨이퍼를 CASSETE에 적층하여 사용

● 분무형

-SPIN SCRUBBER세정장치에 웨이퍼를 낱장으로 투입시켜 스핀과 동시에 세척

● Di-Sonic 초음파 관련 물리적인 수치

- 입자가속도:1,000,000G이상

- 주파수:1.6MHz

- 파장:0.9mm(20℃,유체속도 1480m/sec)

- 2MHz진동자 사용(HONDA 신제품)

- 0.1um이상의 이물질 제거용

- SMOG (smoke,fog) 현상발생

- 진폭:0.5um

8 반도체 웨이퍼 세정용 초음파장치
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8.1 Di-Sonic 초음파장치의 구조

순수 투입구

▶ 동축 케이블로 발진장치로부터 전기신호인가

▶ BODY 부분으로 PP 또는 S US재질로 구성

▶ BODY 내부는 + ,-가  SHORT되지 않도록

   절연장치

▶ 초음파 진동자

▶ 공기층이 발생하지 않도록 하기 위하여

   요철부 TYPE으로 개선(특허분석)

▶ 초음파가 인가된 매질(초순수) 분출구
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● 음파의 연구로부터 시작

- 1759년 Lagrange : 음의 이론 연구

- 1863년 Thomson : 액체의 진동 취급

- 1878년 Rayleigh : 액체주위의 미립화 이론발표

- 1943년 랑지방 : 실용화 단계,군사기술

● 분무화의 분류

- 떨어지는 물방울의 微粒化 - 低涑液流 및 高涑液流에 의한 微粒化

- 異形噴孔에 의한 微粒化 - 衝突流에 의한 微粒化

- 族回流에 의한 微粒化 - 汽流에 의한 微粒化

- 振動에 의한 微粒化 - 動電기 및 靜電기에 의한 微粒化

- 回전盤에 의한 微粒化 - 증발 및 희결에 의한 微粒化

8.2 액체 분무화 연구 유래
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● 액체에 기계적 에너지,전기적 에너지 및 열 에너지가 전달

● 케비테이션(Cavitation),표면파 (Capillary wave) 생성

● 액체의 표면장력을 저하시켜,표면파의 분열을 생성

8.3 진동에 의한 미립화(Liquid Atomization) 원리

C av i t a ti o n

C or e 발생

표면장력 이상의

압력에 수축폭발
수축,팽창을 반복

감압

증압 증압

표면위에서

재분열



초음파를 이용하여 보다 나은 생활을 위한 제품 개발반도체 웨이퍼 세정

삼성 SDI 사내벤쳐 .com
Ul-tech

http://www.ul-tech.com

8.4 분무화된 기포의 크기와 주파수 관계
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● 무부하시 큐리온도에 이르면 분극을 상실

- Di-Sonic내부에 공기발생

- 장시간 사용하지 않은경우

● 큐리온도 : 물질이 자성을 잃는 온도로 보통의 광석은 550℃

● 개발제품의 특징

- 큐리온도까지 상승전에 발진부 출력 차단

- 계속적인 무부하시 전류값의 수직적 상승점을 찾아 인공지능으로 해결

8.5 초음파 진동자 파괴의 원인
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● 분무량에 따른 음압변화

● 유량에 따른 세정력 비교

● 노즐 높이에 따른 세정력 비교: 높은것이 Particle 수량이 많이 감소됨

8.6 분무량과 세정력

분무량 고주파 음압미터 Self-Soni c 세 척 력

大 200mV 43W,843mA ?

中 150mV 16W,450mA ?

小 40mv 10W,240mA ?

유량(ml/m in) 세정전 Partic le수 세정후 Particle수 감소량

900 87 36 -51

800 71 8 -63

700 74 16 -58

600 74 19 -56

500 89 11 -78

400 36 35 -1

본data는 실험조건에 따라 달라질수 있슴
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8.8 개발 제품의 특징

Se lf-Sonic 비 교 사 항 선진사 제품(일본)

-출력 전류,전압측정

-디지털 방식:W att표시

(8bit CPU ,A /D )

-각종 정보 Display

모니터링
- 입력 전류 측정

- 아나로그 방식

400 ~ 사용 유량(cc/m in ) 800

긴급 대응가능 Afte r Se rvice 대응 어려움

- 파괴 되지 않음

- 전류 값을 인식하여 CPU

가 발진부를 차단 시킴

유량변화에 의한 진동자파괴 - 파괴됨

3,451㎜ 3 노즐 부피 7,705 ㎜ 3

12㎜ 노즐 내경 14㎜

21㎜ 노즐 길이 41㎜

SCREW 분사 패턴 직선형
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사내벤쳐 적용 실적

저주파 부문:일반부품 세정

☞ SDI 수원 사업장

☞ SDI 부산 사업장

고주파 부문:반도체 웨이퍼 세정

☞ S전자 PILOT

☞ K 회사 적용


